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1. Auftragseingang 
Um einen Auftrag für die Leiterplattenfertigung entgegennehmen zu können, benötigt der 
Leiterplattenhersteller folgende Daten und Informationen: 

• Gerberdaten oder andere Layoutdaten zur Umsetzung in Fertigungsdaten. Zum 
Beispiel Eagle, Target, Orcad, Sprint, Protel etc. 

• Stückzahl  
• Terminangabe  
• Leiterplattendicke (0,2mm bis ca. 3mm. Standard sind meist 1,6mm) 
• Leiterplattenmaterial (FR4, FR5, CEM, Rogers, Isola, andere Sondermaterialien)  
• Kupferstärke (35µm bis 300µm Dickkupfer) 
• Lagenanzahl (sofern diese nicht eindeutig aus den Daten hervorgeht) 
• Ggf. Nutzenart und Größe 
• Mechanische Bearbeitung (Ritzen, Fräsen, Stanzen, Anfasen etc.) 
• Oberflächenfinish (HAL, chemisch Zinn, chemisch Nickel/Gold, chemisch Silber, 

Hartgold, OSP etc.) 
• Lötstopplack gewünscht (Farbwunsch, Standardfarbe ist grün) 
• Elektrische Prüfung (E-Test) gewünscht. 
• Bestückungsdruck gewünscht (Farbwunsch, Standardfarben weiß oder gelb) 

 
2. Datenkontrolle 
Die Datenkontrolle wird gemeinhin auch als DRC (Design Rules Check)  bezeichnet. Hierbei 
werden die Daten zunächst auf Vollständigkeit und dann auf die fertigungsrelevanten Regeln 
der Leiterplattenherstellung hin überprüft. Dazu zählen vor allem: 

• Pads mittig zum Bohrprogramm „snappen“. 
• Ausreichende Restringgröße der Kupferpads um die Bohrungen überprüfen. 
• Kleinste Bohrdurchmesser gemäß Technologieaufwand überprüfen. 
• Leiterbahndicken und -Abstände überprüfen. Vorgaben je nach Feinheit der 

Technologie. Meist ist die 6mil-Technologie (ca. 0,15mm) heutzutage Standard, 
teilweise wird aber 4mil oder feiner benötigt. 

• Leiterbahnen mit Ätzzugaben versehen, um der fertigungsbedingten Verjüngung 
entgegenzuwirken. 

• Trennung der durchkontaktierten- und nicht durchkontaktierten Bohrungen in 
verschiedene Bohrprogramme. 

• Rückstellung der Kupferflächen von der Fräskontur der Leiterplatte. 
• Allgemeine Plausibilitätsprüfung (Leiterbahnkreuzungen, fehlende Bohrungen, 

Freistellungen etc.) 
• Lötstoppmasken größer als die Pads anschwellen und zu dünne Stege schließen. 
• Fräskontur auf Lücken hin überprüfen, Haltestege setzen und verschiedene 

Fräsdurchmesser zuordnen. 
• Fräs- und Bohrwege optimieren, um Zeit bei der Herstellung der Leiterplatten 

einzusparen. 
 
3. Daten in Ordnung? 
Die Daten der Leiterplatten werden entsprechend der gewünschten Technologien hin auf 
Schlüssigkeit und Machbarkeit hin überprüft. Je nach Fertigungsverfahren gibt es 
verschiedene Grenzen in der Fertigung der Leiterplatte. Sind diese Grenzen überschritten und 
kann eine Anpassung in der CAM-Bearbeitung nicht erfolgen, muss der Kunde informiert 
werden. Nicht möglich sind jedoch Funktionsprüfungen der Schaltung. Die Daten gelten für 
den Leiterplattenhersteller als in Ordnung, wenn alle Design Rules eingehalten werden und 
die Platine so gefertigt werden kann. Fehler im Layout können nicht überprüft werden, da 

Prototypen bis Serien in Topqualität, dauerhaft flexibel und günstig.
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